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(54) Bezeichnung: ELEKTRONISCHE VORRICHTUNG

(57) Zusammenfassung: Eine elektronische Vorrichtung be-
inhaltet ein Substrat (31), einen ersten Metallfilm (36), einen
Isolierfilm (37) und einen zweiten Metallfilm (38). Das Sub-
strat hat eine Oberfläche (31a). Der erste Metallfilm ist auf
der einen Oberfläche angeordnet. Der Isolierfilm ist auf der
einen Oberfläche in einem Zustand angeordnet, in dem er
den ersten Metallfilm bedeckt. Der Isolierfilm hat ein Kon-
taktloch (37a), das den ersten Metallfilm freilegt. Der zweite
Metallfilm ist von einem Abschnitt des ersten Metallfilms, der
von dem Kontaktloch freigelegt ist, zu einer Peripherie des
Kontaktlochs des Isolierfilms angeordnet. Der Anschlussflä-
chenabschnitt ist durch Laminieren des ersten Metallfilms
und des zweiten Metallfilms ausgebildet. Der Isolierfilm hat
einen Schlitz als eine Belastungsreduzierungsstruktur (37b).
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Beschreibung

QUERVERWEIS AUF
ZUGEHÖRIGE ANMELDUNG

[0001] Diese Anmeldung basiert auf der japanischen
Patentanmeldung mit der Nummer 2018-39959, ein-
gereicht am 6. März 2018, deren Offenbarung hier
durch Bezugnahme aufgenommen ist.

TECHNISCHES GEBIET

[0002] Die vorliegende Offenbarung betrifft eine
elektronische Vorrichtung, in der ein Bonddraht mit
einem Anschlussflächenabschnitt verbunden ist.

STAND DER TECHNIK

[0003] Herkömmlicherweise wurde ein Drucksensor
als eine elektronische Vorrichtung vorgeschlagen, in
der ein Bonddraht mit einem Anschlussflächenab-
schnitt verbunden ist, der auf einem Sensorchip vor-
gesehen ist (vgl. beispielsweise Patentdokument 1).
Insbesondere beinhaltet der Drucksensor einen Sen-
sorchip, der eine Oberfläche hat, und ein Druckerfas-
sungselement ist auf der einen Oberfläche angeord-
net. Der Drucksensor beinhaltet einen ersten Metall-
film, der auf der einen Oberfläche angeordnet ist, und
der erste Metallfilm ist durch einen Isolierfilm bedeckt.
Der Isolierfilm beinhaltet ein Kontaktloch, das ein Öff-
nungsende hat, das eine rechteckige Form hat. Das
Kontaktloch legt eine vorbestimmte Region des ers-
ten Metallfilms frei. Ein zweiter Metallfilm ist auf einem
Abschnitt des ersten Metallfilms angeordnet, der von
dem Kontaktloch freigelegt ist. Der zweite Metallfilm
ist ebenso um das Kontaktloch des Isolierfilm herum
angeordnet. Der Anschlussflächenabschnitt ist durch
Laminieren des ersten Metallfilms und des zweiten
Metallfilms konfiguriert.

LITERATUR DES STANDES DER TECHNIK

PATENTLITERATUR

[0004] Patentdokument 1: JP 2006-200925 A

ÜBERBLICK

[0005] In der elektronischen Vorrichtung, wie sie vor-
stehend beschrieben ist, wenn der Anschlussflächen-
abschnitt gebrochen ist, funktioniert die elektroni-
sche Vorrichtung nicht als ein Sensor. Somit ist es
wünschenswert, die Verlässlichkeit des Anschlussflä-
chenabschnitts zu verbessern.

[0006] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Offen-
barung, eine elektronische Vorrichtung bereitzustel-
len, die eine Verlässlichkeit eines Anschlussflächen-
abschnitts verbessern kann.

[0007] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Of-
fenbarung wird eine elektronische Vorrichtung bereit-
gestellt. Die elektronische Vorrichtung beinhaltet ein
Substrat, einen ersten Metallfilm, einen Isolierfilm und
einen zweiten Metallfilm. Das Substrat hat eine Ober-
fläche. Der erste Metallfilm ist auf der einen Oberflä-
che angeordnet. Der Isolierfilm ist auf der einen Ober-
fläche in einem Zustand angeordnet, in dem er den
ersten Metallfilm bedeckt. Der Isolierfilm hat ein Kon-
taktloch, das den ersten Metallfilm freilegt. Der zweite
Metallfilm ist von einem Abschnitt des ersten Metall-
films, der von dem Kontaktloch freigelegt ist, zu einer
Peripherie des Kontaktlochs des Isolierfilms angeord-
net. Der Anschlussflächenabschnitt ist durch Lami-
nieren des ersten Metallfilms und des zweiten Metall-
films ausgebildet. Der Isolierfilm beinhaltet eine Be-
lastungsreduzierungsstruktur.

[0008] Gemäß der vorstehend beschriebenen Kon-
figuration ist es verglichen mit dem Fall, in dem die
Belastungsreduzierungsstruktur nicht in dem Isolier-
film ausgebildet ist, möglich, zu unterdrücken, dass
der Anschlussflächenabschnitt bricht, und die Ver-
lässlichkeit des Anschlussflächenabschnitts zu ver-
bessern.

[0009] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung hat der Isolierfilm als die Belas-
tungsreduzierungsstruktur einen Schlitz, der in einem
Abschnitt zwischen dem ersten Metallfilm und dem
zweiten Metallfilm angeordnet ist und den ersten Me-
tallfilm freilegt. Der zweite Metallfilm ist auf einem Ab-
schnitt des ersten Metallfilms angeordnet, der von
dem Schlitz freigelegt ist.

[0010] Gemäß der vorstehend beschriebenen Kon-
figuration kann verglichen mit dem Fall, in dem der
Schlitz nicht ausgebildet ist, der Abschnitt des ersten
Metallfilms, der den zweiten Metallfilm und den Iso-
lierfilm kontaktiert, vergrößert werden. Somit kann die
Belastung, die pro Abschnittseinheit des ersten Me-
tallfilms, der den zweiten Metallfilm und den Isolierfilm
kontaktiert, reduziert werden. Demzufolge ist es mög-
lich, Einführen des Risses in den ersten Metallfilm zu
vermeiden und die Verlässlichkeit des Anschlussflä-
chenabschnitts zu verbessern.

[0011] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Offenbarung wird eine elektronische Vorrichtung
bereitgestellt. Die elektronische Vorrichtung beinhal-
tet ein Substrat, einen ersten Metallfilm, einen Isolier-
film, einen zweiten Metallfilm und einen dritten Me-
tallfilm. Das Substrat hat eine Oberfläche. Der erste
Metallfilm ist auf der einen Oberfläche angeordnet.
Der Isolierfilm ist auf der einen Oberfläche in einem
Zustand angeordnet, in dem er den ersten Metallfilm
bedeckt. Der Isolierfilm hat ein Kontaktloch, das den
ersten Metallfilm freilegt. Der zweite Metallfilm ist von
einem Abschnitt des ersten Metallfilms, der von dem
Kontaktloch freigelegt ist, zu einer Peripherie des
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Kontaktlochs des Isolierfilms angeordnet. Der dritte
Metallfilm ist aus Gold auf dem zweiten Metallfilm ge-
fertigt. Der Anschlussflächenabschnitt ist durch Lami-
nieren des ersten Metallfilms, des zweiten Metallfilms
und des dritten Metallfilms ausgebildet. Der dritte Me-
tallfilm hat eine Filmdicke gleich oder größer als 0,4
µm.

[0012] Demnach kann die Anzahl von Poren in dem
dritten Metallfilm fast eliminiert werden und die Scher-
festigkeit kann erhöht werden. Das heißt, die Verläss-
lichkeit dies Anschlussflächenabschnitts kann ver-
bessert werden.
Es ist zu beachten, dass die Bezugszeichen in Klam-
mern vorstehend und in den Ansprüchen die Kor-
respondenz zwischen den Ausdrücken, die in den
Ansprüchen beschrieben sind, und den konkreten
Objekten angeben, die die Ausdrücke beispielhaft
darstellen, die in den später beschriebenen Ausfüh-
rungsformen beschrieben sind.

Figurenliste

Fig. 1 ist eine perspektivische Ansicht, die eine
Konfiguration eines Drucksensors gemäß einer
ersten Ausführungsform zeigt;

Fig. 2 ist eine Querschnittsansicht entlang einer
Linie II-II von Fig. 1;

Fig. 3 ist eine Querschnittsansicht einer Umge-
bung eines Anschlussflächenabschnitts, der in
dem Sensorchip von Fig. 1 ausgebildet ist;

Fig. 4 ist eine Draufsicht, die einen Isolierfilm
und einen ersten Metallfilm in einer Umgebung
eines Kontaktlochs zeigt, das in dem Isolierfilm
in Fig. 3 ausgebildet ist;

Fig. 5 ist eine Draufsicht, die einen Isolierfilm
und einen ersten Metallfilm in einer Umgebung
eines Kontaktlochs, das in dem Isolierfilm aus-
gebildet ist, gemäß einem modifizierten Beispiel
der ersten Ausführungsform zeigt;

Fig. 6 ist eine Draufsicht, die einen Isolierfilm
und einen ersten Metallfilm in einer Umgebung
eines Kontaktlochs, das in dem Isolierfilm aus-
gebildet ist, gemäß einer zweiten Ausführungs-
form zeigt;

Fig. 7 ist eine Draufsicht, die einen Isolierfilm
und einen ersten Metallfilm in einer Umgebung
eines Kontaktlochs, das in dem Isolierfilm aus-
gebildet ist, gemäß einer dritten Ausführungs-
form zeigt;

Fig. 8 ist eine Draufsicht, die einen Isolierfilm
und einen ersten Metallfilm in einer Umgebung
eines Kontaktlochs, das in dem Isolierfilm aus-
gebildet ist, in einem modifizierten Beispiel der
Ausführungsform zeigt;

Fig. 9 ist eine Draufsicht, die einen Isolierfilm
und einen ersten Metallfilm in einer Umgebung
eines Kontaktlochs, das in dem Isolierfilm aus-
gebildet ist, gemäß einer vierten Ausführungs-
form zeigt;

Fig. 10 ein Diagramm, das eine Beziehung zwi-
schen einer Filmdicke eines dritten Metallfilms
und der Anzahl von Poren zeigt; und

Fig. 11 ein Diagramm, das eine Beziehung zwi-
schen der Filmdicke des dritten Metallfilms und
Scherfestigkeit zeigt.

AUSFÜHRUNGSFORMEN ZUR
AUSFÜHRUNG DER ERFINDUNG

[0013] Ausführungsformen der vorliegenden Offen-
barung werden nachstehend unter Bezugnahme auf
die Zeichnungen beschrieben. In jeder nachfolgend
beschriebenen Ausführungsform sind gleiche oder
äquivalente Teile mit den gleichen Bezugszeichen
versehen.

(Erste Ausführungsform)

[0014] Eine erste Ausführungsform wird mit Bezug
auf die Zeichnungen beschrieben. In der vorliegen-
den Ausführungsform wird ein Beispiel beschrieben,
in dem die elektronische Vorrichtung auf einen Druck-
sensor angewandt wird. Der Drucksensor der vor-
liegenden Ausführungsform kann an einem Diesel-
partikelfilter (nachstehend als DPF bezeichnet) ange-
bracht sein, der in einem Auspuffrohr einer Diesel-
brennkraftmaschine vorgesehen ist, um einen Druck-
verlust der Dieselbrennkraftmaschine zu erfassen.
Der Drucksensor ist als ein Drucksensor eines Diffe-
renzdruckerfassungstyps vorgesehen, der den Diffe-
renzdruck zwischen einem vorgelagerten Druck des
DPF und einem nachgelagerten Druck des DPF er-
fasst.

[0015] Wie in Fig. 1 gezeigt ist, beinhaltet der
Drucksensor der vorliegenden Ausführungsform ei-
nen Kasten 10, der durch Formen von Polyphenylen-
sulfid (das heißt, PPS), Polybutylenterephthalat (das
heißt, PBT), Epoxidharz oder dergleichen ausgebil-
det ist. Ferner ist in Fig. 1 ein später beschriebener
Deckelabschnitt 80 weggelassen.

[0016] Der Kasten 10 der vorliegenden Ausfüh-
rungsform beinhaltet einen Hauptkörperabschnitt 11,
einen Portabschnitt 12, einen Montageabschnitt 13,
einen Verbinderabschnitt 14 und dergleichen. Der
Portabschnitt 12, der Montageabschnitt 13, der Ver-
binderabschnitt 14 sind in dem Hauptkörperabschnitt
11 vorgesehen. Insbesondere hat der Hauptkörper-
abschnitt 11 eine im Wesentlichen rechteckige Paral-
lelepipedform. Der Hauptkörperabschnitt 11 hat eine
Oberfläche 11a, eine andere Oberfläche 11b und ei-
ne erste bis vierte Seitenoberfläche 11c bis 11f, die
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die eine Oberfläche 11a und die andere Oberfläche
11b verbinden.

[0017] Zwei Portabschnitte 12 sind auf der ersten
Seitenoberfläche 11c des Hauptkörperabschnitts 11
vorgesehen, um sich entlang der Normalrichtung der
ersten Seitenoberfläche 11c zu erstrecken. Der Mon-
tageabschnitt 13 ist auf der zweite Seitenoberfläche
11d des Hauptkörperabschnitts 11 vorgesehen. Der
Verbinderabschnitt 14 ist auf der vierten Seitenober-
fläche 11f des Hauptkörperabschnitts 11 vorgesehen
und hat eine Rohrform mit einem Hohlraum im Inne-
ren.

[0018] Ferner, wie in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigt ist,
ist der Kasten 10 mit einem Druckeinführloch 15 ver-
sehen, in das das Messmedium eingeführt wird. Das
Druckeinführloch 15 ist durch Verbinden eines ersten
Einführlochs 15a, das in dem Hauptkörperabschnitt
11 ausgebildet ist, und eines zweiten Einführlochs
15b, das in dem Hauptkörperabschnitt 11 und dem
Portabschnitt 12 ausgebildet ist, konfiguriert.

[0019] Insbesondere ist in dem Kasten 10 eine Ver-
tiefung 16 auf einer Oberfläche 11a des Hauptkör-
perabschnitts 11 ausgebildet und das erste Einführ-
loch 15a ist von der Bodenoberfläche der Vertiefung
16 hin zu einer anderen Oberfläche 11b ausgebildet.
Das zweite Einführloch 15b penetriert den Portab-
schnitt 12, ist also in dem Hauptkörperabschnitt 11
entlang der Erstreckungsrichtung des Portabschnitts
12 ausgebildet. Das zweite Einführloch 15b ist mit
dem ersten Einführloch 15a verbunden. In der vor-
liegenden Ausführungsform ist das Druckeinführloch
15, das den Kasten 10 penetriert, wie vorstehend be-
schrieben ausgebildet.

[0020] In der Vertiefung 16, die in dem Hauptkörper-
abschnitt 11 ausgebildet ist, ist eine Verdrahtungs-
platine 20, die durch eine Leiterplatte oder derglei-
chen bereitgestellt wird, über einen Klebstoff (nicht
dargestellt) montiert. Auf der Verdrahtungsplatine 20
sind zwei Sensorchips 30, ein Schaltungschip 40 und
mehrere elektronische Komponenten 50 wie ein Kon-
densator auf einer Oberfläche 20a gegenüber dem
Kasten 10 montiert. Ferner hat die Verdrahtungspla-
tine 20 mehrere Anschlussflächenabschnitte 21, die
auf der einen Oberfläche 20a vorgesehen sind, und
zwei Durchgangslöcher 22, die jedes Druckeinführ-
loch 15 verbinden, sind ausgebildet.

[0021] Jeder Sensorchip 30 beinhaltet ein Silizium-
substrat 31 mit einer rechteckigen Plattenform. Eine
Membran 33 auf einer Oberfläche 31a des Silizium-
substrats 31 ist durch Ausbilden einer Vertiefung 32
auf einer anderen Oberfläche 31b des Siliziumsub-
strats 31 vorgesehen. Ein Messwiderstand (nicht dar-
gestellt) ist auf dem Siliziumsubstrat 31 vorgesehen,
um eine Brückenschaltung auf der Membran 33 zu
bilden. Das heißt, der Sensorchip 30 der vorliegen-

den Ausführungsform ist ein Halbleitermembrantyp.
Der Sensorchip 30 gibt ein Sensorsignal gemäß der
Änderung der Spannung der Brückenschaltung durch
Ändern des Widerstandswerts des Messwiderstands
aus, wenn der Druck auf die Membran 33 ausge-
übt wird. Ferner ist der Sensorchip 30 mit einem An-
schlussflächenabschnitt 34 versehen, der elektrisch
mit dem Schaltungschip 40 verbunden ist.

[0022] Die Konfiguration in einer Umgebung des An-
schlussflächenabschnitts 34 in der vorliegenden Aus-
führungsform wird speziell gemäß Fig. 3 und Fig. 4
beschrieben. Obwohl Fig. 4 eine Draufsicht ist, die
eine Anordnungsbeziehung zwischen einem ersten
Metallfilm 36 und einem Isolierfilm 37 in einer Umge-
bung eines Kontaktlochs 37a zeigt, ist der erste Me-
tallfilm 36 schraffiert, um einfach erkennbar zu sein.

[0023] Das Siliziumsubstrat 31 beinhaltet einen
Schutzfilm 35, der aus einem Nitridfilm oder derglei-
chen gefertigt ist, auf der einen Oberfläche 31a. Dann
ist ein erster Metallfilm 36 auf der Oberfläche des
Schutzfilms 35 ausgebildet. Ein Kontaktloch ist in
dem Schutzfilm 35 in einem Querschnitt ausgebil-
det, der sich von dem in Fig. 3 unterscheidet. Der
erste Metallfilm 36 ist elektrisch mit dem Messwider-
stand durch das Kontaktloch ausgebildet, das in dem
Schutzfilm 35 ausgebildet ist. Das heißt, der erste
Metallfilm 36 ist ein Metallfilm, der als ein Verdrah-
tungsabschnitt funktioniert, und ist angemessen über
dem Schutzfilm 35 geroutet. In der vorliegenden Aus-
führungsform ist der erste Metallfilm 36 beispielswei-
se aus Aluminium oder einer Legierung gefertigt, die
Aluminium als Hauptkomponente enthält.

[0024] Ein Isolierfilm 37, der durch einen Oxidfilm
oder dergleichen bereitgestellt wird, ist auf der Ober-
fläche des Schutzfilms 35 ausgebildet, um den ers-
ten Metallfilm 36 zu bedecken. Dann ist der Isolier-
film 37 mit einem Kontaktloch 37a versehen, der eine
vorbestimmte Region des ersten Metallfilms 36 frei-
legt. Ferner ist in der vorliegenden Ausführungsform
das Kontaktloch 37a durch ein Öffnungsende mit ei-
ner flachen rechteckigen Form vorgesehen.

[0025] Dann ist ein zweiter Metallfilm 38 auf dem ers-
ten Metallfilm 36 ausgebildet. Insbesondere ist ein
zweiter Metallfilm 38 auf dem ersten Metallfilm 36,
der von dem Kontaktloch 37a freigelegt ist, und auf
einem Abschnitt des Isolierfilms 37 um das Kontakt-
loch 37a herum ausgebildet. In anderen Worten ist
der Abschnitt des Isolierfilm 37, der das Kontaktloch
37a umgibt, sandwichartig zwischen dem ersten Me-
tallfilm 36 und dem zweiten Metallfilm 38 angeord-
net. Der zweite Metallfilm 38 ist beispielsweise aus
Nickel oder einer Legierung gefertigt, die Nickel als
eine Hauptkomponente enthält.

[0026] Ferner beinhaltet in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform der Isolierfilm 37 einen Schlitz 37b, der in
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einem Abschnitt ausgebildet ist, der zwischen dem
ersten Metallfilm 36 und dem zweiten Metallfilm 38
angeordnet ist. In der vorliegenden Ausführungsform
hat der Schlitz 37b eine Rahmenform, die das Kon-
taktloch 37a umgibt, und ist ausgebildet, um den ers-
ten Metallfilm 36 freizulegen. Das heißt, der erste Me-
tallfilm 36 der vorliegenden Ausführungsform ist von
dem Kontaktloch 37a und dem Schlitz 37b freigelegt.
In der vorliegenden Ausführungsform entspricht der
Schlitz 37b einer Belastungsreduzierungsstruktur.

[0027] Dann, wie in Fig. 3 gezeigt ist, ist der zwei-
te Metallfilm 38 ebenso in dem Schlitz 37b angeord-
net und ist in Kontakt mit dem ersten Metallfilm 36.
Ein dritter Metallfilm 39 ist auf dem zweiten Metallfilm
38 angeordnet, um die Oberfläche des zweiten Me-
tallfilms 38 zu bedecken. Der dritte Metallfilm 39 ist
aus einem korrosionsbeständigen Material wie bei-
spielsweise Gold oder einer Legierung gefertigt, die
Gold als eine Hauptkomponente enthält. Dann wird
in der vorliegenden Ausführungsform der Anschluss-
flächenabschnitt 34 durch Laminieren des ersten Me-
tallfilms 36, des zweiten Metallfilms 38 und des dritten
Metallfilms 39 konfiguriert, wie vorstehend beschrie-
ben ist.

[0028] Die vorstehende Beschreibung ist die Konfi-
guration des Sensorchips 30 in der vorliegenden Aus-
führungsform. Der Bonddraht 60 ist mit dem dritten
Metallfilm 39 verbunden und der Anschlussflächen-
abschnitt 34 ist elektrisch mit dem Schaltungschip 40
über den Bonddraht 60 verbunden. Der Bonddraht 60
ist aus Gold, Aluminium oder dergleichen gefertigt.

[0029] Dann, wie in Fig. 2 gezeigt ist, ist jeder Sen-
sorchip 30 an der Verdrahtungsplatine 20 über einen
Klebstoff (nicht dargestellt) in einem Zustand, in dem
eine andere Oberfläche 31b des Siliziumsubstrats 31
der Verdrahtungsplatine 20 zugewandt ist, um jedes
Durchgangsloch 22 zu schließen, das in der Verdrah-
tungsplatine 20 ausgebildet ist, angebracht. Demzu-
folge wird der Sensorchip 30 mit dem Messmedium,
das in das Druckeinführloch 15 eingeführt ist, beauf-
schlagt.

[0030] Der Schaltungschip 40 beinhaltet eine Steu-
erschaltung zum Ausgeben eines Ansteuersignals
an jeden Sensorchip 30 und eines Erfassungssi-
gnals nach außen und zum Ausgeben eines Sen-
sorsignals, das von dem Sensorchip 30 empfangen
wird, nach außen durch Verstärken des Sensorsi-
gnals und Ausführen einer arithmetischen Verarbei-
tung. Der Schaltungschip 40 beinhaltet mehrere An-
schlussflächenabschnitte 41 und ein Teil der meh-
reren Anschlussflächenabschnitte 41 ist elektrisch
mit dem Anschlussflächenabschnitt 34 des Sensor-
chips 30 über den Bonddraht 60 verbunden. Der
Rest der mehreren Anschlussflächenabschnitte 41 ist
elektrisch mit dem Anschlussflächenabschnitt 21, der
auf der Verdrahtungsplatine 20 ausgebildet ist, über

den Bonddraht 61 verbunden. Obwohl er nicht spe-
ziell darauf beschränkt ist, ist der Schaltungschip 40
zwischen den zwei Sensorchips 30 montiert.

[0031] Ein Gelschutzelement 70 ist in jedem Durch-
gangsloch 22 der Verdrahtungsplatine 20 und in der
Vertiefung 32 des Sensorchips 30 angeordnet. Das
Schutzelement 70 schützt die Verdrahtungsplatine
20 und den Sensorchip 30 vor dem korrosiven Gas
und Feuchtigkeit, die in dem Messmedium beinhaltet
sind. Das heißt, in der vorliegenden Ausführungsform
wird der Druck des Messmediums auf die Membran
33 über das Schutzelement 70 ausgeübt.

[0032] Das Schutzelement 70 kann durch Flourgel,
Siliziumgel bzw. Silikongel, Flourosiliziumgel bzw.
Flourosilikongel oder dergleichen bereitgestellt wer-
den. Insbesondere, wenn der Abgasdruck als Mess-
medium gemessen wird, hat das Kondenswasser
aufgrund des Abgases einen starken Säuregehalt
aufgrund der Auflösung der in dem Abgas enthal-
tenen Stickoxide und Schwefeloxide. Demnach ist
es bevorzugt, dass das Schutzelement 70 durch ein
Flourgel mit starker Säurebeständigkeit bereitgestellt
wird.

[0033] Ferner, wie in Fig. 1 gezeigt ist, ist der Kasten
10 mit mehreren Metallanschlüssen 17 versehen. Je-
der Anschluss 17 wird in dem Kasten 10 getragen, in-
dem er integral mit dem Kasten 10 durch Inserttech-
nik integral geformt ist.

[0034] Insbesondere wird jeder Anschluss 17 getra-
gen, um den Kasten 10 zu penetrieren. Ein Ende je-
des Anschlusses 17 steht in der Vertiefung 16 her-
vor und das andere Ende jedes Anschlusses 17 steht
in dem Verbinderabschnitt 14 hervor. Ein Ende des
Anschlusses 17, das in der Vertiefung 16 hervorsteht
ist elektrisch mit dem Anschlussflächenabschnitt 21,
der auf der Verdrahtungsplatine 20 ausgebildet ist,
über den Bonddraht 62 verbunden. Das andere Ende
des Anschlusses 17, das in dem Verbinderabschnitt
14 hervorsteht, ist in dem Verbinderabschnitt 14 frei-
gelegt und ist elektrisch mit einem externen Verdrah-
tungselement oder dergleichen verbunden.

[0035] Ferner, wie in Fig. 2 gezeigt ist, ist der Kas-
ten 10 mit einem Deckelabschnitt 80 versehen, um
so die Vertiefung 16 zu schließen. In der vorliegen-
den Ausführungsform ist der Deckelabschnitt 80 aus
Polyphenylensulfid, Polybutylenterephthalat, Epoxid-
harz oder dergleichen gefertigt und auf dem Kasten
10 über einen Klebstoff oder dergleichen vorgese-
hen. Demzufolge ist der Raum, der durch die Vertie-
fung 16 und den Deckelabschnitt 80 umgeben ist, ab-
gedichtet, um eine Referenzdruckkammer auszubil-
den.

[0036] Ferner, wie in Fig. 1 gezeigt ist, hat der Mon-
tageabschnitt 13 des Kastens 10 ein Fixierloch 13a
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durch das eine Schraubenelement wie ein Bolzen
eingeführt wird, wenn der Montageabschnitt 13 an
einem Element angebracht wird, das anzubringen
ist. Das Fixierloch 13a penetriert in der Normalrich-
tung der einen Oberfläche 11a. Das Fixierloch 13a
ist durch Einpassen eines Metallrings in die Wand-
oberfläche eines Durchgangslochs ausgebildet, das
in dem Harz ausgebildet ist, das den Montageab-
schnitt 13 bildet.

[0037] Das vorstehende ist die Konfiguration des
Drucksensors in der vorliegenden Ausführungsform.
Als nächstes wird die Operation des Drucksensors
beschrieben.

[0038] Der Drucksensor ist beispielsweise so instal-
liert, dass das Abgas auf der vorgelagerten Seite des
DPF in eines der Druckeinführlöcher 15 eingeführt
wird und das Abgas auf der nachgelagerten Seite des
DPF in die andere Seite des Druckeinführlochs 15
eingeführt wird. Demzufolge erfasst ein Sensorchip
30 den vorgelagerten Druck und der andere Sens-
orchip 30 erfasst den nachgelagerten Druck. Dann
berechnet der Schaltungschip 40 die Differenz zwi-
schen dem vorgelagerten Druck und dem nachgela-
gerten Druck und gibt das Berechnungsergebnis an
die externe Schaltung über den Anschluss 17 aus.
Demnach wird der Differenzdruck des Auspuffrohrs
vor und nach dem DPF aus dem Berechnungsergeb-
nis erfasst.

[0039] Wie vorstehend beschrieben ist, ist in der vor-
liegenden Ausführungsform der Schlitz 37b, der den
ersten Metallfilm 36 freilegt, in dem Abschnitt des Iso-
lierfilm 37 ausgebildet, der sich zwischen dem ers-
ten Metallfilm 36 und dem zweiten Metallfilm 38 be-
findet. Dann wird der zweite Metallfilm 38 ebenso in
dem Schlitz 37b angeordnet. Demnach ist es vergli-
chen mit dem Fall, in dem der Schlitz 37b nicht in dem
Isolierfilm 37 ausgebildet ist, möglich zu vermeiden,
dass der Anschlussflächenabschnitt 34 durch das
Einführen eines Risses in dem ersten Metallfilm 36
bricht. Das heißt, die Verlässlichkeit des Anschluss-
flächenabschnitts 34 kann verbessert werden.

[0040] Das heißt, in dem Sensorchip 30, wie vorste-
hend beschrieben ist, hat der erste Metallfilm 36 ei-
nen Abschnitt (nachfolgend als ein Dreifachpunktab-
schnitt bezeichnet) in Kontakt mit dem Isolierfilm 37
und dem zweiten Metallfilm 38. In diesem Fall wird in
einem herkömmlichen Sensorchip, in dem der Schlitz
37b nicht ausgebildet ist (nachfolgend als ein her-
kömmlicher Sensorchip bezeichnet), ein Ende des
Abschnitts des ersten Metallfilms 36, der von dem
Kontaktloch 37a freigelegt ist, der Dreifachpunktab-
schnitt. Dann wird in dem Dreifachpunktabschnitt des
ersten Metallfilms 36 eine große Belastung aufgrund
thermischer Kontraktion und thermischer Extraktion
des Isolierfilms 37 und des zweiten Metallfilms 38
ausgeübt und der Riss wird einfach eingeführt.

[0041] Jedoch ist in dieser Ausführungsform der
Schlitz 37b in dem Isolierfilm 37 ausgebildet und der
zweite Metallfilm 38 ist ebenso in dem Schlitz 37b an-
geordnet. Demnach sind in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform das Ende des Abschnitts des ersten Me-
tallfilms 36, der von dem Kontaktloch 37a freigelegt
ist, und das Ende des Abschnitts, der von dem Schlitz
37b freigelegt ist, der Dreifachpunktabschnitt. Dem-
nach kann in der vorliegenden Ausführungsform der
Dreifachpunktabschnitt des ersten Metallfilms 36 ver-
größert werden und die Belastung pro Abschnittsein-
heit des Dreifachpunktabschnitts kann reduziert wer-
den. Demzufolge ist es möglich, Einführen des Ris-
ses in den ersten Metallfilm 36 zu vermeiden und die
Verlässlichkeit des Anschlussflächenabschnitt34 zu
verbessern.

(Modifikation der ersten Ausführungsform)

[0042] Ein Modifikationsbeispiel der vorstehend be-
schriebenen ersten Ausführungsform wird nachfol-
gend beschrieben. In der ersten Ausführungsform ist
der Schlitz 37b nicht darauf beschränkt, die Rah-
menform aufzuweisen. Beispielsweise, wie in Fig. 5
gezeigt ist, kann der Schlitz 37b in mehrere Teile
unterteilt werden. Das heißt, der Schlitz 37 kann in
Form einer gepunkteten Linie ausgebildet sein. Ob-
wohl Fig. 5 eine Draufsicht ist, die eine Anordnungs-
beziehung zwischen dem ersten Metallfilm 36 und
dem Isolierfilm 37 in einer Umgebung des Kontakt-
lochs 37a zeigt, ist der erste Metallfilm 36 schraffiert,
um einfach erkennbar zu sein.

(Zweite Ausführungsform)

[0043] Eine zweite Ausführungsform wird beschrie-
ben. In dieser Ausführungsform ist die Form des Kon-
taktlochs 37a, das in dem Isolierfilm 37 ausgebildet
ist, gegenüber der der ersten Ausführungsform geän-
dert. Andere Komponenten sind die gleichen wie die
der ersten Ausführungsform und demnach wird eine
Beschreibung dieser Komponenten weggelassen.

[0044] In dieser Ausführungsform, wie in Fig. 6 ge-
zeigt ist, ist das Kontaktloch 37a in einem Gittermus-
ter ausgebildet. Das heißt, das Kontaktloch 37a ist so
ausgebildet, dass der Isolierfilm 37 in dem Kontakt-
loch 37a verbleibt. In der vorliegenden Ausführungs-
form ist das Kontaktloch 37a so ausgebildet, dass der
Isolierfilm 37 in Punktformen in dem Kontaktloch 37a
bleibt.

[0045] Obwohl Fig. 6 eine Draufsicht ist, die eine
Anordnungsbeziehung zwischen dem ersten Metall-
film 36 und dem Isolierfilm 37 in einer Umgebung
des Kontaktlochs 37a zeigt, ist der erste Metallfilm 36
schraffiert, um einfach erkennbar zu sein. Ferner ent-
sprechen in der vorliegenden Ausführungsform die
Isolierfilme 37, die in dem Kontaktloch 37a existie-
ren, einer Belastungsreduzierungsstruktur. In ande-
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ren Worten entspricht in dieser Ausführungsform das
Kontaktloch 37a, das die Gitterform hat, der Belas-
tungsreduzierungsstruktur.

[0046] Sogar mit dem Kontaktloch 37a, wie es vor-
stehend beschrieben ist, kann der Dreifachpunktab-
schnitt des ersten Metallfilms 36 verglichen zu dem
herkömmlichen Kontaktloch 37a vergrößert werden.
Somit kann die gleiche Wirkung wie die der ersten
Ausführungsform erlangt werden.

(Dritte Ausführungsform)

[0047] Eine dritte Ausführungsform wird beschrie-
ben. In dieser Ausführungsform ist die Form des Kon-
taktlochs 37a, das in dem Isolierfilm 37 ausgebildet
ist, gegenüber der der ersten Ausführungsform geän-
dert. Andere Komponenten sind die gleichen wie die
der ersten Ausführungsform und demnach wird eine
Beschreibung dieser Komponenten weggelassen.

[0048] Wie in Fig. 7 gezeigt ist, hat das Kontaktloch
37a der vorliegenden Ausführungsform eine zylindri-
sche Form mit einem kreisförmigen Öffnungsende.
Das heißt, das Kontaktloch 37a ist konfiguriert, um
keine Ecken zu haben. In anderen Worten entspricht
in dieser Ausführungsform die Form der Kontaktlö-
cher 37a der Belastungsreduzierungsstruktur.

[0049] So ein Kontaktloch 37a hat keine Ecke ver-
glichen zu einem herkömmlichen Kontaktloch, das
ein Kontaktloch in einer rechteckigen Form hat. So-
mit kann unterdrückt werden, dass Belastung sich an
einem spezifischen Abschnitt des Kontaktlochs 37a
konzentriert. Demnach ist es möglich zu unterdrü-
cken, dass der Riss in den ersten Metallfilm 36 ein-
geführt wird, und es ist möglich die gleiche Wirkung
wie bei der ersten Ausführungsform zu erlangen.

(Modifikation der dritten Ausführungsform)

[0050] Die Modifikation der ersten Ausführungsform
wird nachfolgend beschrieben. In der dritten Ausfüh-
rungsform, wie in Fig. 8 gezeigt ist, kann das Kon-
taktloch 37a mehrere Seitenoberflächen mit unter-
schiedlichen Richtungen haben und der Abschnitt,
der benachbarte zwei der Seitenoberflächen verbin-
det, kann eine gekrümmte Oberfläche sein. In ande-
ren Worten kann das Kontaktloch 37a abgeschrägte
Ecken haben. Sogar mit so einem Kontaktloch 37a
ist es möglich, zu unterdrücken, dass sich Belastung
auf einem spezifischen Abschnitt des Kontaktlochs
37a konzentriert, und somit ist es möglich, die glei-
che Wirkung wie die der dritten Ausführungsform zu
erlangen.

(Vierte Ausführungsform)

[0051] Eine vierte Ausführungsform wird beschrie-
ben. In dieser Ausführungsform ist die Form des Kon-

taktlochs 37a, das in dem Isolierfilm 37 ausgebildet
ist, gegenüber der der ersten Ausführungsform geän-
dert. Andere Komponenten sind die gleichen wie die
der ersten Ausführungsform und demnach wird eine
Beschreibung dieser Komponenten weggelassen.

[0052] Wie in Fig. 9 gezeigt ist, hat das Kontaktloch
37a der vorliegenden Ausführungsform eine acht-
eckige Rohrform mit einem Öffnungsende, das eine
achteckige Form hat. In anderen Worten entspricht in
dieser Ausführungsform die Form der Kontaktlöcher
37a der Belastungsreduzierungsstruktur.

[0053] Obwohl das Kontaktloch 37a eine Form mit
Ecken hat, ist die Anzahl von Ecken größer als die
des herkömmlichen Kontaktlochs, das eine rechtecki-
ge Form hat, und Belastung, die an einer Ecke er-
zeugt wird, kann reduziert werden. Demnach ist es
möglich zu unterdrücken, dass ein Riss in den ersten
Metallfilm 36 eingeführt wird, und es ist möglich die
gleiche Wirkung wie bei der ersten Ausführungsform
zu erlangen.

[0054] In dieser Ausführungsform wurde der Fall,
in dem das Öffnungsende des Kontaktlochs 37a ei-
ne achteckige Form hat, als ein Beispiel beschrie-
ben. Die Wirkung der vorliegenden Ausführungsform
kann erlangt werden, wenn das Kontaktloch 37a ei-
ne größere Anzahl von Ecken als in dem Fall hat,
in dem das Öffnungsende rechteckig ist. Somit kann
das Kontaktloch 37a ein Öffnungsende einer polygo-
nalen Form mit fünf oder mehr Scheitelpunkten ha-
ben.

(Fünfte Ausführungsform)

[0055] In dieser Ausführungsform ist die Filmdicke
des dritten Metallfilms 39 verglichen zur ersten Aus-
führungsform definiert. Die anderen Konfigurationen
sind die gleichen wie die in der dritten Ausführungs-
form und demnach wird eine Beschreibung der glei-
chen Konfigurationen nachfolgend weggelassen.

[0056] Die Struktur des Drucksensors der ersten
Ausführungsform ist im Grunde die gleiche wie die
der ersten Ausführungsform, aber der Schlitz 34b ist
nicht ausgebildet. In der vorliegenden Ausführungs-
form ist der dritte Metallfilm 39 durch einen Goldfilm
bereitgestellt und die Filmdicke ist definiert.

[0057] Hier konzentrierte sich der Erfinder auf die
Beziehung zwischen der Filmdicke des dritten Metall-
films 39 und der Anzahl von Poren, die in dem drit-
ten Metallfilm 39 ausgebildet sind, und führte einen
Salpetersäuredetonationstest aus, um das in Fig. 10
gezeigte Ergebnis zu erlangen. Die Pore bildet ei-
ne Passage durch das ein korrosives Medium ein-
schließlich Chlor oder dergleichen den zweiten Me-
tallfilm 38 erreicht. Demnach, je größer die Anzahl
von Poren ist, desto einfacher korrodiert der zweite
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Metallfilm 38. Wie in Fig. 10 gezeigt ist, nimmt die An-
zahl von Poren stark zu, wenn die Dicke des dritten
Metallfilms 39 weniger als 0,4 µm ist, und die Pore
wird fast nicht ausgebildet, wenn die Dicke des dritten
Metallfilms 39 0,4 µm oder mehr ist.

[0058] Ferner konzentrierte sich der Erfinder auf die
Beziehung zwischen der Filmdicke des dritten Metall-
films 39 und der Scherfestigkeit und hat einen Zug-
test durchgeführt, um die in Fig. 11 gezeigten Ergeb-
nisse zu erlangen. Wie in Fig. 11 gezeigt ist, nimmt
die Scherfestigkeit bei 0,4 µm oder mehr ab. Vergli-
chen mit dem Ergebnis, das in Fig. 10 gezeigt ist,
wird angenommen, dass es deswegen ist, da die Po-
ren in dem dritten Metallfilm 39 fast fehlen, so dass
die Korrosion des zweiten Metallfilms 38 unterdrückt
wird, und es schwierig für den Teil in dem dritten Me-
tallfilm 39 ist, der der Startpunkt der Zerstörung wird,
zu existieren.

[0059] Demnach hat in der vorliegenden Ausfüh-
rungsform der dritte Metallfilm 39 eine Filmdicke von
0,4 µm oder mehr.

[0060] Wie vorstehend beschrieben ist, ist in der vor-
liegenden Ausführungsform der dritte Metallfilm 39
aus einem Goldfilm gefertigt und hat eine Filmdicke
von 0,4 µm oder mehr. Demnach kann die Anzahl
von Poren in dem dritten Metallfilm 39 fast eliminiert
werden und die Scherfestigkeit kann erhöht werden.
Demnach ist es möglich zu unterdrücken, dass der
Anschlussflächenabschnitt 34 gebrochen wird, und
die Verlässlichkeit des Anschlussflächenabschnitts
34 zu verbessern.

(Weitere Ausführungsformen)

[0061] Obwohl die vorliegende Offenbarung gemäß
den Ausführungsformen beschrieben wurde, ist es
ersichtlich, dass die vorliegende Offenbarung nicht
auf solche Ausführungsformen oder Strukturen be-
schränkt ist. Die vorliegende Offenbarung umfasst
unterschiedliche Modifikationen und Variationen in-
nerhalb des Umfangs von Äquivalenten. Darüber hin-
aus können in der vorliegenden Offenbarung ver-
schiedene Kombinationen und Ausbildungen und an-
dere Kombinationen und Ausbildungen einschließlich
eines, mehr als eines oder weniger als eines Ele-
ments vorgenommen werden.

[0062] Beispielsweise wurde in jeder der vorstehen-
den Ausführungsformen der Drucksensor als ein Bei-
spiel beschrieben. Jedoch kann jede der vorstehen-
den Ausführungsformen auf einen Beschleunigungs-
sensor oder einen Winkelgeschwindigkeitssensor an-
gewendet werden.

[0063] Ferner wurde in jeder der vorstehend be-
schriebenen Ausführungsformen der Anschlussflä-
chenabschnitt 34, der auf dem Sensorchip 30 aus-

gebildet ist, beschrieben. Jedoch kann jede der vor-
stehenden Ausführungsformen auf den Anschluss-
flächenabschnitt 21 der Verdrahtungsplatine 20, den
Anschlussflächenabschnitt 41 des Schaltungschips
40 und dergleichen angewendet werden.

[0064] Ferner muss in der vorstehend beschriebe-
nen ersten bis vierten Ausführungsform der dritte Me-
tallfilm 39 nicht bereitgestellt werden.

[0065] In der zweiten Ausführungsform müssen die
Isolierfilme 37, die in dem Kontaktloch 37a verblei-
ben, nicht in Punktformen angeordnet sein. Die Form
der Isolierfilme 37, die in dem Kontaktloch 37a ver-
bleiben, kann angemessen geändert werden.

[0066] Dann kann in der fünften Ausführungsform
der dritte Metallfilm 39 aus einer Legierung gefertigt
sein, die Gold als eine Hauptkomponente enthält. Wie
vorstehend beschrieben ist, sogar, wenn der dritte
Metallfilm 39 aus der Legierung gefertigt ist, die Gold
als die Hauptkomponente enthält, kann durch Festle-
gen der Dicke des dritten Metallfilms 39 auf 0,4 µm
oder mehr die gleiche Wirkung wie die der fünften
Ausführungsform erlangt werden.

[0067] Ferner können die vorstehend beschrie-
benen Ausführungsformen angemessen kombiniert
werden. Beispielsweise kann die erste Ausführungs-
form mit der fünften Ausführungsform kombiniert wer-
den, um den Schlitz 37b in dem Isolierfilm 37 aus-
zubilden. Ferner kann die zweite Ausführungsform
mit der dritten bis fünften Ausführungsform kombi-
niert werden, um zu verursachen, dass die Kontakt-
löcher 37a eine Gitterform haben. Wird die zweite
Ausführungsform mit der dritten oder vierten Ausfüh-
rungsform kombiniert, wird der Isolierfilm 37 in dem
Kontaktloch 37a gelassen und der äußerste Abschnitt
des Kontaktlochs 37a hat die Form der dritten oder
vierten Ausführungsform. Ferner kann durch Kombi-
nieren der dritten oder vierten Ausführungsform mit
der fünften Ausführungsform das Kontaktloch 37a ein
kreisförmiges Öffnungsende haben oder kann eine
polygonale Form mit fünf oder mehr Ecken haben.
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Patentansprüche

1.  Elektronische Vorrichtung, die einen Anschluss-
flächenabschnitt (34) hat und aufweist:
ein Substrat (31), das eine Oberfläche (31a) hat;
einen ersten Metallfilm (36), der auf der einen Ober-
fläche angeordnet ist;
einen Isolierfilm (37), der auf der einen Oberfläche in
einem Zustand angeordnet ist, indem er den ersten
Metallfilm bedeckt, und ein Kontaktloch (37a) hat, das
den ersten Metallfilm freilegt; und
einen zweiten Metallfilm (38), der von einem Ab-
schnitt des ersten Metallfilms, der von dem Kontakt-
loch freigelegt ist, zu einer Peripherie des Kontakt-
lochs des Isolierfilms angeordnet ist, wobei:
der Anschlussflächenabschnitt durch Laminieren des
ersten Metallfilms und des zweiten Metallfilms ausge-
bildet ist, und
der Isolierfilm eine Belastungsreduzierungsstruktur
(37, 37a, 37b) beinhaltet.

2.   Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 1,
wobei
der Isolierfilm als die Belastungsreduzierungsstruktur
(37b) einen Schlitz hat, der in einem Abschnitt zwi-
schen dem ersten Metallfilm und dem zweiten Metall-
film angeordnet ist und den ersten Metallfilm freilegt,
und
der zweite Metallfilm auf einem Abschnitt des ersten
Metallfilms angeordnet ist, der von dem Schlitz frei-
gelegt ist.

3.    Elektronische Vorrichtung gemäß Anspruch 1
oder 2, wobei:
der Isolierfilm als die Belastungsreduzierungsstruktur
(37) das Kontaktloch hat, das in einem Zustand an-
geordnet ist, in dem der Isolierfilm in dem Kontaktloch
bleibt.

4.  Elektronische Vorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei:
der Isolierfilm als die Belastungsreduzierungsstruktur
(37a) das Kontaktloch hat, das eine Öffnungsende
hat, das eine kreisförmige Form hat.

5.  Elektronische Vorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei:
der Isolierfilm als die Belastungsreduzierungsstruktur
(37a) das Kontaktloch hat, das mehrere Seitenober-
flächen hat; und
eine Oberfläche, die benachbarte zwei der mehreren
Seitenoberflächen verbindet, durch eine gekrümmte
Oberfläche bereitgestellt wird.

6.  Elektronische Vorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 3, wobei:
der Isolierfilm als die Belastungsreduzierungsstruk-
tur (37a) das Kontaktloch hat, das ein Öffnungsende
mit einer polygonalen Form hat, die fünf oder mehr
Scheitelpunkte hat.

7.  Elektronische Vorrichtung gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 6, ferner aufweisend:
einen dritten Metallfilm (39), der aus Gold gefertigt ist
und auf dem zweiten Metallfilm angeordnet ist, wobei:
der Anschlussflächenabschnitt durch Laminieren des
ersten Metallfilms, des zweiten Metallfilms und des
dritten Metallfilms ausgebildet ist; und
der dritte Metallfilm eine Filmdicke gleich oder größer
als 0,4 µm hat.

8.  Elektronische Vorrichtung, die einen Anschluss-
flächenabschnitt (34) hat und aufweist:
ein Substrat (31), das eine Oberfläche (31a) hat;
einen ersten Metallfilm (36), der auf der einen Ober-
fläche angeordnet ist;
einen Isolierfilm (37), der auf der einen Oberfläche in
einem Zustand angeordnet ist, indem er den ersten
Metallfilm bedeckt, und ein Kontaktloch (37a) hat, das
den ersten Metallfilm freilegt;
einen zweiten Metallfilm (38), der von einem Ab-
schnitt des ersten Metallfilms, der von dem Kontakt-
loch freigelegt ist, zu einer Peripherie des Kontakt-
lochs des Isolierfilms angeordnet ist; und
einen dritten Metallfilm (39), der aus Gold gefertigt ist
und auf dem zweiten Metallfilm angeordnet ist, wobei:
der Anschlussflächenabschnitt durch Laminieren des
ersten Metallfilms, des zweiten Metallfilms und des
dritten Metallfilms ausgebildet ist; und
der dritte Metallfilm eine Filmdicke gleich oder größer
als 0,4 µm hat.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen



DE 11 2019 001 185 T5    2020.12.10

11/16

Anhängende Zeichnungen
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